MODULAR SOLUTIONS 1.
SUMMIT BILBAO

Liderando la construccion industrializada,
circular y certificada

Industrializacion Circularidad Certificacion
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THERMOCHIP

SISTEMA INTEGRAL DE ENVOLVENTE

Un unico panel.
Toda la envolvente.




{QUIENES SOMOS?

Parte de CUPA GROUP

THERMOCHIP® forma parte de CUPA
GROUP, lider mundial en la produccion de
pizarra y experta europea en la
distribucién de piedra natural. El grupo
esta formado por 79 empresas con filiales
en 9 paises.

THERMOCHIP CUPASTONE

s CUPAGROUE

1592
Origen I° Empres:

CUPS
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ﬁei sandwich para

la construccion de cubiertas

Panel Thermochip Classic
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Panel Thermochip Classic




INDUSTRIALIZAMOS

LA ENVOLVENTE
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SISTEMAS ENVOLVENTE THERMOCHIP

Envolvente como elemento clave para alcanzar edificios
mas sostenibles y eficientes

El sistema nace de |la necesidad de transformar la construccion
tradicional en un proceso:

1) Predecible

2) Sostenible

Humano
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THERMOCHIP HOUSING

PANEL EXTERIOR - TFbcY

Fibrocemento de 12,5mm
XPS de 40-200mm

Fibroyeso de 12,5mm

Panel para la envolvente exterior: fachadas (SATE), cubiertas (ROOF) y suelos en contacto con el exterior
(FLOOR-S) . Su disposicion se hara siempre dejando el fibrocemento hacia el exterior.

COAT

= Fibroyeso de 12,5mm

(= Cartdnyeso RF de 15mm

La doble placa COAT se coloca en trasdosados y falsos techos, con el fibroyeso hacia la estructuray la placa
de cartényeso alinterior.

OTROS COMPLEMENTOS
)
\.;.f"’ ’ .
Solera seca Cinta acustica Cinta impermeable Masilla

juntas

== AISLAMIENTO
!! TERMICO CONTINUO

ESTANGQUEIDAD E
IMPERMEABILIDAD

Un Unico panel =

» A .
-'ﬁ' EFICIENCIA ENERGETICA
=

f ? MONTAJE RAPIDO Y SENCILLO

(I RESPECTOA HETEMAS TRADRCIONAL Y

Menos capas, menos decisiones,
menos puntos criticos

1) Simplificacion del sistema

2) Mayor productividad en obra
3) Menor riesgo de error

2) Control técnico desde fabrica
5) Coordinacion mas sencilla

8 Reduccion de residuos y acopios
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SISTEMAS ENVOLVENTE THERMOCHIP

Thermochip resuelve las distintas secciones de la
envolvente con sistemas prefabricados sin limitar la
capacidad de personalizacion de los proyectos

THERMOCHIP

MATERIALES COMPONENTES SISTEMAS
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FACHADAS - SATE
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Fachadas - SATE

. _:l-"ll:] -
Pt
.':- -".'rir'-'
alﬂl
;.

) ‘ ‘"h L]
San Caetano Xunta de Galicia - Dlaz y Diaz a,rq 5~ r;l\ L " a9 ll‘.’[.-‘



Fachadas - SATE




Fachadas - SATE




CUBIERTAS - ROOF

VEGETAL

TEJA
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Cubiertas - ROOF
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Cubiertas - ROOF




Cubiertas - ROOF




FORJADOS - FLOOR

SOLADO RiGIDO

SOLADO FLEXIBLE
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Forjados — FLOOR
Forjado Sanitario — FLOOR-S

CASA EXPERIMENTAL “TO” - Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV)



Forjados — FLOOR
Forjado Sanitario — FLOOR-S




Forjados — FLOOR
Forjado Sanitario — FLOOR-S

REAB. UNIF ALBORAYA_VALENCIA
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| Forjados — FLOOR
@ Forjado Sanitario — FLOOR-S




VERSATILIDAD

COMO ASPECTO o
DIFERENCIAL | - -
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Estructura LSF
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Estructura Madera
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Estructura Madera

BUNGALOW _ RIANO



Mixta LSF + Acero

t
i -
oy 7.

P
¥ -

202711244

r



Mixta LSF + Acero

Rehabilitacién Hotel Co'lb%e&chl_Sevilla



Rehabilitacion Hotel Color Especial_Sevilla



SANAHUJA _ ALCOSSEBRE




Mixta LSF + Hormigon

Fachada VIV.Plurifamiliar_Benavente_Portugal



LIBERTAD

DE MONTAIE
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MODULAR 3D




MODULAR 3D




MODULAR 3D
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MODULAR 2D







MODULAR 2D
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IN SITU
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CERTIFICACION

LA PIEDRA ANGULAR DEL
SISTEMA
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DAUs — DAP — ACV - PASSIVE

Una de las principales novedades del CTE respecto a la legislacion anterior en
materia de edificacién en Espafia fue el enfoque prestacional. Asi, el CTE enuncia
los criterios que deben cumplir los edificios pero deja abierta la forma en que
deben cumplirse estas reglas. Esta particularidad, que esta presente en las
regulaciones de la mayor parte de los paises de nuestro entorno, permite la
configuracion de un entorno normativo mas flexible. De esta forma, el CTE
favorece el desarrollo de tareas de investigacion, desarrollo e innovacion
(1+D+i), asi como un aumento del uso de las nuevas tecnologias en el sector de
la construccion

DAVl DAYl [5°
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CERTIFIED
COMPONENT
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THERMOCHIP
HOHISING SATE-COAT
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HOUSIMG SATE-WALL
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DAUs — DAP — ACV - PASSIVE

4. Critenos de proyecto

4.1. Criterios de disefio

4.1.1.  Dimensiones y modulacion

4.2, Resistencia mecanica y eslabilidad
4.3 Seguridad en caso de incendio

43.1. Reaccidn al fuego

43.2. Comportamiento frente al fuego exterior

4.3.3. Resistencia al fuego

4.4, Salubridad

441, Impermeabilidad al agua

442 Ocurrencia de condensaciones superficiales o intersticiales
4.5. Seguridad de utilizacion

451. Resistencia mecanica frente a cargas positivas
452. Resislencia mecanica frente a cargas negativas
453. Agentes térmicos. Efecto térmico

454, Resistencia a impactos

455. Resistencla de lag fijaciones
456. Transitabilidad
457. Proteccidn frente 2 la exposicidon al radon

4 8. Proteccion frente al ruido

4.6.1. Aislamiento acustico a ruido aéreo
4.6.2. Aislamiento acustico a ruido de impacto
4.7. Ahorro de energia y aislamiento térmico
4.7.1. Resistencia y transmitancia térmica
4.7.2. Permeabilidad al aire

4.7.3. Inercia térmica

4.8. Aspectos dg durabilidad y servicio
48.1. Fluencia

THERMOCHIP



DAUs — DAP — ACV - PASSIVE
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DAUs — DAP — ACV - PASSIVE
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DAUs — DAP — ACV - PASSIVE
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APOYO i
TECNICO DURANTE EL
PROCESO .
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APOYO TECNICO

Desarrollo de propuestas técnicas de sistemas para el proyecto
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APOYO TECNICO

PANEL

TFbcY 60 —85mm

NUMERG TIE PANELES

Planta Baja

e slldas

BRSNS
oAl
FRFCIES GENFRALES
Hombire Mk Superfici roal
fme]
1 Thermachip KICAPA Trbe_®PS 48mm 527
2 Tharmschip_FLOOE- 5, THCY_XPS s0mm 0,99
3 Thermachip _RG0OF TFBEY_XPS mimm 162,18
L] Thermodiue, SATE TFBCY_XPS &0rm 130;51
Beama total 5806
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APOYO TECNICO
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CLAVES

POR LOS QUE
INDUSTRIALIZAR TU
PROYECTO
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CLAVES

CONCLUSIONES:

Thermochip como sistema versatil:

Libertad de revestimientos interiores y exteriores
Estructuras de madera, metal, LSF
Eleccién de método constructivo:
- Offsite: 3D, 2D
- Onsite
Cubre cualquier prestacion con sencillos complementos
- (vivienda unifamiliar — hotel)
Mayor ligereza y esbeltez
Simplificacidn del proceso, posibilita metodologias LEAN
Popularizacion del sistema (vivienda lujo — VPO)
Sistema certificado DAU y Passivehaus
Apoyo técnico en proyecto y formacion a instaladores
Trabajamos hermeticidad del sistema
Posibilidad de reutilizacion de paneles
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Gracias

THERMOCHIP
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